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Leistungsfahige Komponenten fir den
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B Aus der Forschungsfabrik

»Wir muUssen Bauelemente
entwickeln, die Energie noch
effizienter wandeln.«

Dr. Andreas Grimm, verantwortlich fur die
Technologieplattform Leistungselektronik der
FMD, spricht im Interview Uber die Herausfor-
derungen und Chancen energieeffizienter
Bauteile fur die Elektromobilitat.
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Selbstfahrende Autos sind nur ein
Beispiel fur die zentralen Mobilitats-
konzepte der Zukunft. Diese bendtigen
Umfeldsensoren wie zum Beispiel
Kamera-, LIDAR- oder Radarsysteme.
Im EU-Forschungsprojekt »Ocean12«
entstehen zukunftsfahige Kompo-
nenten flr autonome StraBen- und

Luftfahrzeuge. »» Seite 3
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B Aus den Instituten

Technologien fir die sechste
Mobilfunkgeneration

Drahtlose Datennetze mussen kunftig hohere
Ubertragungsraten und kiirzere Verzdge-
rungszeiten ermdglichen. Dies erfordert
neue Netzwerkstrukturen. Forschende
arbeiten derzeit daran, Datensignale von
der Terahertz-Ubertragung zur optischen
Ubertragung zu konvertieren.
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Veranstaltungskalender

n ‘
s .
Datum Veranstaltung / WWW ort Beteiligte
Institute
10.12.2019 - Nutzergruppentreffen und Workshop der GMM-Fachgruppe Abscheide- und Erlangen IISB
11.12.2019 Atzverfahren
www.iisb.fraunhofer.de/en/press_media/events/gmm-workshop-abscheidung-aetzen.
html
10.12.2019. - Hands-On-Workshop Deep Learning and Computer Vision Erlangen IS
11.12.2019 www.iis.fraunhofer.de/de/ff/sse/machine-learning/ai-services.html
10.12.2019 - Schulung zum »Certified Professional for loT (CPloT)« Berlin FOKUS
12.12.2019 www.fokus.fraunhofer.de/de/akademie/schulungen/certified-professional-for-iot
13.12.2019 Tag der Informatik der TU Munchen Munchen ESK
www.esk.fraunhofer.de/de/veranstaltungen/tag-der-informatik-2019.html
07.01.2020 - CES 2020 Las Vegas, HHI, 1S
10.01.2020 www.ces.tech Nevada
13.01.2020 Kolloquium zur Halbleitertechnologie und Messtechnik: Erlangen IISB
Simulation von Nano- bis zu Leistungsbauelementen
www.iisb.fraunhofer.de/en/press_media/events/mod_hl_kolloquium_ws_2019_20.html
20.01.2020 - Qurator 2020: International Conference on Digital Curation Technologies Berlin FOKUS
21.01.2020 www.qurator.ai/conference-qurator-2020
01.02.2020 - SPIE Photonics West San Francisco, HHI, IPMS
06.02.2020 www.spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-west?SSO=1 Kalifornien
03.02.2020 Kolloquium zur Halbleitertechnologie und Messtechnik: Erlangen [ISB
Quantentechnologie/ Quantenbauelemente
www.iisb.fraunhofer.de/en/press_media/events/quanten_hl_kolloquium_ws_2019_20.
html
19.02.2020 - AIQE 2020: Workshop zur Kunstlichen Intelligenz in der Qualitatssicherung Wien, FOKUS
21.02.2020 www.fokus.fraunhofer.de/de/sqc/events/aiqe2020 Osterreich
24.02.2020 - Mobile World Congress 2020 Barcelona, HHI, IPMS
27.02.2020 www.mwcbarcelona.com Spanien
25.02.2020 - Embedded World 2020 Ndrnberg IS, IPMS
27.02.2020 www.embedded-world.de
02.03.2020 - Leading Digital Transformation Bangalore, IS, ISB
17.07.2020 www.iisb.fraunhofer.de/en/press_media/events/Ize_ldt.html Indien /
Erlangen
23.03.2020 - 14. ITG-Fachkonferenz »Breitbandversorgung in Deutschland« Berlin HHI
24.03.2020 www.hhi.fraunhofer.de/veranstaltungen/2020/14-itg-fachkonferenz-
breitbandversorgung-in-deutschland.html
26.03.2020 Girls' Day 2020 bundesweit Verbund-
www.girls-day.de institute

Trotz sorgfaltiger Priifung kann keine Gewéhr fiir die Richtigkeit der Angaben iibernommen werden.




Im EU-Forschungsprojekt »Ocean12«
sind selbstfahrende Autos Teil eines
zentralen Mobilitatskonzepts.

© Fraunhofer Mikroelektronik

B Kontakt:

Dr. Erkan Isa

Telefon +49 172 2461364
erkan.isa@emft.fraunhofer.de
Fraunhofer-Einrichtung fiir Mikrosysteme
und Festkérper-Technologien EMFT
Wilhelmshoher Allee 294

34131 Kassel

www.emft.fraunhofer.de

Patricia Petsch

Telefon +49 9131 776-1637
patricia.petsch@iis.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Integrierte
Schaltungen IIS

Am Wolfsmantel 33

91058 Erlangen
www.iis.fraunhofer.de

Magdalena Ermlich

Telefon +49 351 8823-4648
magdalena.ermlich@ipms.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut flir Photonische
Mikrosysteme IPMS

Maria-Reiche-Str. 2

01109 Dresden
www.ipms.fraunhofer.de

Titel

Leistungsfahige Komponenten fir den

autonomen Verkehr

Im Rahmen des EU-Forschungsprojekts »Ocean12« entstehen zukunfts-
fahige Komponenten fur autonome StraBBen- und Luftfahrzeuge.

Selbstfahrende Autos sind eines der zentra-
len Mobilitatskonzepte der Zukunft; doch
auch der urbane Luftverkehr halt zahlreiche
autonome Anwendungen wie Flugtaxis
oder Drohnen fur den Versand zeitkritischer
Waren und Medikamente bereit. Diese be-
notigen Umfeldsensoren wie z. B. Kamera-,
LiDAR- oder Radarsysteme zur Erfassung
der Fahrzeugumgebung. Ebenso wichtig
sind Mikroprozessoren, die die erfassten
Daten in Steuerbefehle wie Lenk- oder
Bremsvorgange umwandeln.

Vielversprechende Technologie

Damit diese Komponenten mdglichst zuver-
lassig und energieeffizient arbeiten, nutzen
die Forschenden von Ocean 12 den Ferti-
gungsansatz der FD-SOI-Technologie (Fully
Depleted Silicon On Insulator). Dabei wird
in den Chip eine zusatzliche hauchdiinne
Isolationsschicht eingebracht, die die soge-
nannten Leckstréme reduziert. Dies verrin-
gert den Stromverbrauch um bis zu 90 %
und erhoht zudem die Rechengeschwindig-
keit. Ferner ermdglicht diese Technologie
besonders kompakte Sensorsysteme, da
Sensoren mit leistungsstarken integrierten

Auswerteschaltungen auf einem sogenann-
ten SoC (System on Chip) integriert werden
kénnen.

Europaische Kooperation

In das Projekt bringen insgesamt 27 euro-
paische Partner aus Industrie und Forschung
ihre Expertise zur Halbleitertechnik, Elektro-
nik, Luftfahrt- und Automobiltechnik ein —
darunter die Fraunhofer-Einrichtung fir
Mikrosysteme und Festkdrper-Technologien
EMFT, das Fraunhofer-Institut fir Integrierte
Schaltungen IIS und das Fraunhofer-Institut
fur Photonische Mikrosysteme IPMS. Das
Projekt lauft bis 2021 und wird u.a. durch
die Europaische Union, das Bundesministe-
rium fur Bildung und Forschung (BMBF)
und den Freistaat Sachsen geférdert.

Weitere Informationen zum Projekt und
den beteiligten Partnern finden Sie unter:
www.elektronikforschung.de/projekte/
ocean12

Auch das autonome Fliegen, z. B. fur den Trans-
port zeitkritischer Waren mit Drohnen, soll die
FD-SOI-Technologie erméglichen. © MEV Verlag
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Hohere Reichweiten fir Elektroautos mit

Siliziumcarbid

Die Leistungsfahigkeit von E-Autos hangt vor allem von der eingebauten
Leistungselektronik ab. Eine besondere Rolle spielen dabei Halbleiter auf der
Basis von Siliziumcarbid (SiC). Denn die SiC-Chips versprechen langere Reich-
weite, hohere Energieeffizienz, weniger Gewicht und geringere Kosten.

Beim Einbau von Elektronik fur E-Autos sind
vor allem die Faktoren Platz, Gewicht und
Wirkungsgrad entscheidend. SiC zeigt nicht
nur einen hohen Wirkungsgrad; es kann
auBerdem auch besonders kompakt ver-
baut werden. Ein entscheidender Vorteil im
Vergleich zu den gangigen Halbleitern aus
Silizium.

Neue Aufbau- und Verbindungstechnik

Der Schlussel fur den Erfolg von SiC liegt im
Packaging. Im Projekt »SiC Modul« arbeiten
neben Forschenden des Fraunhofer-Instituts
flr Zuverlassigkeit und Mikrointegration IZM
sieben weitere Partner aus Industrie und
Forschung daran, eine robuste Aufbau- und
Verbindungstechnik zu entwickeln, die den
Einsatz des Materials in der groBindustriellen
Fertigung ermdglicht. Deshalb beruht das
Modul, das die Forscherinnen und Forscher
entwickeln, auf einem klassischen Leiter-
plattenaufbau, der in der Industrie bereits
etabliert ist.

Mit Einbett-Technik auf dem Weg zur
Serienproduktion

Gleichzeitig flieBen in das Modul neueste
Erkenntnisse aus der Forschung ein: Der
Halbleiter wird nicht mit einer Drahtbond-
verbindung kontaktiert, sondern direkt tber
einen galvanisch hergestellten Kupferkon-
takt in die Schaltung eingebettet. Auf diese
Weise wird die Kabellange verkiirzt und die
Leistungsfiihrung optimiert. Auch dabei
bezieht das Forschungsteam potenzielle
Kunden in die Entwicklung ein: Im ersten
Projektjahr wurde gemeinsam mit den Pro-

jektpartnern ein Lastenheft erstellt, in dem
die elektrischen, thermischen und leistungs-
bezogenen Anforderungen an Modul und
Halbleiter definiert wurden.

Lars Bottcher, Gruppenleiter am Fraunhofer
IZM und Teilprojektleiter fur das SiC-Projekt,
erklart: »Wir gehen tber die generelle
Machbarkeit hinaus«, denn in dem Projekt
soll mehr als nur ein Prototyp entwickelt
werden. Das Ziel ist es, sowohl das neue
Halbleitermaterial SiC, als auch die Einbett-
Technik auf den Weg zur Serienproduktion
zu bringen.

Das Projekt wird vom Bundesministerium
fur Bildung und Forschung (BMBF) im Rah-
men des E-Mobility-Calls mit einem Projekt-
volumen von 3,89 Mio. € geférdert und
[duft von Januar 2018 bis Dezember 2020.

Leistungselektronik in der Forschungs-
fabrik Mikroelektronik Deutschland

Das Fraunhofer IZM ist neben sechs weite-
ren Instituten Teil der Technologieplattform
Leistungselektronik der Forschungsfabrik
Mikroelektronik Deutschland (FMD). Hier
werden die Kompetenzen zu Einzelkompo-
nenten der Institute gebtndelt. Auf diese
Weise wird ein Angebot Uber die gesamte
Wertschopfungskette der Leistungselektro-
nik — von Geraten Uber die Integration bis
hin zu Entwicklungen auf Systemebene —
geschaffen. Dr. Andreas Grimm, Plattform-
Manager fur Leistungselektronik, spricht
im Interview (siehe Seite 5) tber die Not-
wendigkeit energieeffizienter Bauteile.

—

Eingebettetes Siliziumcarbid — im
Projekt »SiC Modul« wird an neuen
Aufbau- und Verbindungstechniken
geforscht.

© Fraunhofer IZM / Volker Mai

B Kontakt

Lars Bottcher

Telefon +49 30 46403-643
lars.boettcher@izm.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut flr Zuverlassigkeit
und Mikrointegration 1ZM
Gustav-Meyer-Allee 25

13355 Berlin

www.izm.fraunhofer.de

Leistungselektronik ist das Herz der
E-Mobilitdt. Die Faktoren Platz,
Gewicht und Wirkungsgrad sind
entscheidend fur die Leistungsfahig-
keit der E-Autos. © MEV Verlag




Dr. Andreas Grimm ist Ansprech-
partner fir die Technologieplattform
Leistungselektronik der FMD.

© Fraunhofer Mikroelektronik

Zur Person:

Dr. Andreas Grimm ist seit 2018
Technologiepark-Manager  Verbin-
dungshalbleiter bei der Forschungs-
fabrik Mikroelektronik Deutschland
(FMD). Studium der Nanotechnologie
an der Leibniz Universitat Hannover.
AnschlieBend Promotion an der Han-
nover School for Nanotechnology mit
Forschungsaufenthalt am Indian In-
stitute for Technology zum Thema »Epi-
taxie virtueller Germaniumsubstrate fiir
[II-V-Halbleiter«.

M Kontakt:

Dr. Andreas Grimm

Telefon +49 30 4005591-42
andreas.grimm@
mikroelektronik.fraunhofer.de
Forschungsfabrik Mikroelektronik
Deutschland (FMD)
Anna-Louisa-Karsch-StraBe 2

10178 Berlin
www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de

»Wir missen Bauelemente entwickeln,
die Energie noch effizienter wandeln.«

Die Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD) bietet in sechs
Technologieplattformen ein breites Portfolio entlang der gesamten mikro-
elektronischen Wertschépfungskette — von Systemdesign bis hin zu Test
und Zuverlassigkeit. Eine dieser Plattformen ist Leistungselektronik.

Herr Dr. Grimm, Sie sind Ansprechpart-
ner fur die Technologieplattform Leis-
tungselektronik — warum ist Leistungs-
elektronik so wichtig?
Leistungselektronik ist eine Schllsseltech-
nologie, die unser digitales Leben erst er-
moglicht. Mittlerweile bendtigen wir in
fast jeder Situation im Alltag Energie, die
in irgendeiner Art umgeformt werden
muss. Nehmen wir beispielsweise das Auf-
laden eines mobilen Geréts: Die Spannung
der Hausversorgung muss entsprechend
gewandelt werden, um den Akku eines
Mobiltelefons aufzuladen.

Welche Herausforderungen gibt es der-
zeit in diesem Bereich?

Energieeffizienz ist nicht erst seit den jings-
ten Debatten um Klimaschutz und ein
nachhaltiges Leben von groBer Bedeutung.
Entlang der kompletten Wertschépfungs-
kette — von Erzeugung, Ubertragung bis hin
zum Verbrauch — wird Energie mehrfach
umgeformt. Allerdings geht bei jedem
Schritt Energie verloren. Nur durch effizien-
te Wandlungen kénnen wir diese Verluste
und somit den Energieverbrauch insgesamt
reduzieren.

Koénnen Sie dafur ein Beispiel nennen?
Nehmen wir die Elektromobilitat: Die Reich-
weite eines Elektroautos ist zentral fur die
Akzeptanz dieser neuen Form der Fortbe-
wegung im Vergleich zu konventionellen
Autos mit Verbrennungsmotoren. Es wird
zwar an der Erweiterung der Kapazitat der
Akkus gearbeitet; allerdings muss die Ener-
gie in den Akkus auch so effizient wie
maoglich genutzt werden, damit sie fir
maoglichst viele Kilometer reicht.

Was wird getan, um die Energieeffizienz
der Systeme zu erhéhen?

Wir mlssen Bauelemente entwickeln, die
Energie noch effizienter wandeln. Dazu er-
forschen und entwickeln unsere Mitglieds-
institute Bauelemente auf der Basis von Wide
Bandgap(WBG)-Halbleitern wie Siliziumcar-
bid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). Diese
sind in ihren physikalischen Eigenschaften
zum Teil dem klassischen Silizium (Si) Uber-
legen. Beispielsweise sind die Warmeverlus-

te bei der Energieumformung deutlich ge-
ringer. So bieten sie die Grundlage fur neue
und effizientere Bauelemente.

»Leistungselektronik ist das Herz der
Elektromobilitat« — das Projekt »SiC-
Modul« (siehe Seite 4) ist ein Beispiel
dafur. Welche Bedeutung kommt der
Leistungselektronik mit der Mobilitats-
wende zu?

Werfen wir einen Blick auf die Anzahl der
verbauten Chips in einem konventionellen
Auto und im Vergleich dazu in einem Elek-
troauto. Laut dem Zentralverband Elektro-
technik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI)
sind in einem konventionellen Auto Chips
im Wert von 340 € verbaut. In einem Elektro-
auto haben die verbauten Chips einen Wert
von 410 €. Eine Steigerung gibt es durch
das autonome Fahren. Der ZVEI geht davon
aus, dass in einem autonom fahrenden
Elektroauto Chips im Wert von 910 € ver-
baut sind. Naturlich sind ein GroBteil der
Chips dann fur Fahrassistenzsysteme zu-
standig, aber alles »an Board« muss mit
Energie versorgt werden. Deshalb muss die
Energie aus der Batterie moglichst effizient
umgeformt werden.

Wie geht die FMD mit ihrer Technolo-
gieplattform die aktuellen Problemstel-
lungen in der Leistungselektronik an?
Mein Kollege Dr. Stephan Guttowski und
ich haben mit der Technologieplattform
Leistungselektronik ein Instrument ins
Leben gerufen, mit dem wir das FMD-
Know-how institutstbergreifend bundeln.
Die exzellenten Einzelkompetenzen unserer
Mitgliedsinstitute werden zu einem ganz-
heitlichen Angebot zusammengefihrt. Mit
unseren Kolleginnen und Kollegen aus den
FMD-Mitgliedsinstituten kénnen wir so die
gesamte Wertschopfungskette der Leis-
tungselektronik bedienen. Damit sind wir
eine zentrale Anlaufstelle fir Kooperations-
und Industrieanfragen.

Weitere Informationen zum Angebot der
Technologieplattform Leistungselektronik
gibt es unter:
www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de/
leistungselektronik
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FMD auf dem MST-Kongress 2019

Ende Oktober stellten auf dem MikroSystem-
Technik (MST)-Kongress in Berlin zehn FMD-
Institute — acht Fraunhofer-Institute des
Verbunds Mikroelektronik sowie die Leibniz-
Institute FBH und IHP — ihre neuesten FuE-
Loésungen vor. Der MST-Kongress ist die
groBte nationale Plattform im Bereich der
Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik.

Gemeinschaftsstand und Fachvortrage

Neben Fachvortrégen in verschiedenen
Sessions prasentierten die FMD-Institute
auf dem gemeinsamen Messestand ihre
institutsbergreifende Expertise in den Be-
reichen Sensorsysteme, Optoelektronische
Systeme sowie Microwave & Terahertz.

Matching-Event fur Start-ups

Darliber hinaus veranstaltete der FMD-Space
— das Programm der FMD zur Foérderung

von Start-ups und Grindern — in Koopera-
tion mit dem Verband der Elektrotechnik,
Elektronik und Informationstechnik (VDE)
und der Berlin Partner fur Wirtschaft und
Technologie GmbH ein Start-up-Matching-
Event. Start-ups hatten die Mdglichkeit,
sich im Vorfeld um einen von zehn Pitches
zu bewerben, um ihre Grindungsidee vor
einem breiten Fachpublikum mit zahlreichen
Vertretern aus der anwendungsorientierten
Forschung zu prasentieren. Das Besondere:
Der FMD-Space unterstutzte im Anschluss
an die Pitches dabei, das richtige Forderfor-
mat fur das jeweilige Start-up zu finden.
Einen Ruckblick auf die  [m]* i[m]
drei Kongresstage gibt
es in unseren Videos: . %
a

Funf Partner — ein Campus: Geblndeltes
Know-how in der Mikrosensorik

Mikrosensoren sind aus unserem taglichen
Leben nicht wegzudenken. Sie steuern bei-
spielsweise Jalousien oder liefern die Infor-
mationen zur Steuerung von Temperatur
und Feuchtigkeit fir die Heizung. Von der
Landwirtschaft 4.0 Gber Smart Health bis
hin zur Industrie 4.0: Sensoren sind die Sin-
nesorgane der Digitalisierung. Am »Innova-
tionscampus Elektronik und Mikrosensorik
Cottbus« (iCampuys) arbeiten zuknftig 40
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
gemeinsam an der Brandenburgischen
Technischen Universitat Cottbus-Senften-
berg (BTU) zusammen. Das Ziel: Die Ent-
wicklung von Sensoren und darauf basie-
render Systeme.

Mit den vier FMD-Mitgliedinstituten, dem
IHP - Leibniz-Institut fir innovative Mikro-

/ -

’ Fi rschungsfabrik
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Drutschlend

elektronik, dem Ferdinand-Braun-Institut,
Leibniz-Institut fur Hochstfrequenztechnik
(FBH), dem Fraunhofer 1IZM und dem
Fraunhofer IPMS, kooperieren vier auBer-
universitare Partner mit zehn Lehrstthlen
der BTU am Innovationscampus. Die For-
schungsfabrik Mikroelektronik Deutschland
(FMD) unterstitzt als Kooperationspartner.

»So breit das Anwendungsfeld von Mikro-
sensoren ist, so unterschiedlich sind die An-
forderungen an deren Funktionalitdt und
Leistungsprofil. Standardlésungen kénnen
das fur besondere Einsatzmoglichkeiten, wie
beispielsweise in der Landwirtschaft 4.0,
nicht leisten. Vielmehr mussen in differen-
zierter Abstimmung mit dem Anwender
spezifische Losungen entwickelt werden,
sagte Prof. Harald Schenk, Institutsleiter am
Fraunhofer IPMS und Projektkoordinator
des Innovationscampus, bei der Er6ffnung
des iCampps Mitte November. Das Projekt
wird im Rahmen des Sofortprogramms der
Bundesregierung vom Bundesministerium
fur Bildung und Forschung (BMBF) in Hohe
von rund 7,5 Mio. € geférdert.

Das Verbundprojekt »Innovationscampus Elek-
tronik und Mikrosensorik Cottbus« beginnt
seine Arbeit. Die FMD unterstitzt als Kooperati-
onspartner. © BTU Cottbus-Senftenberg

Auf dem Gemeinschaftsstand prés-
tierten sich zehn FMD-Institute.
© Leibniz FBH
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Anna-Louisa-Karsch-StraBe 2

10178 Berlin
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Jonas Pantzer
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Matthias SteinmaBl mit seiner Aus-
ristung. © Fraunhofer-Gesellschaft

Zur Person:

Matthias SteinmaBl, geboren 1991 in
Freilassing. Verheiratet, 1 Kind. Stu-
dium der Physik an der Technischen
Universitdat Miinchen. Seit 2 Jahren
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Fraunhofer-Einrichtung fiir Mikrosys-
teme und Festkérpertechnologien
(EMFT) in Miinchen in der Arbeits-
gruppe fiir chemische Sensoren der
Abteilung Siliziumtechnologien. Ak-
tuell promoviert er an der Universi-
tat der Bundeswehr Minchen zum
Thema »DNA-Nachweis mit Biosen-
soren« und hofft am Fraunhofer Re-
search Center in Santiago de Chile
mit seinem Kollegen Derie Fuentes
und seiner Kollegin Melissa Soto auf
bahnbrechende Ergebnisse.

CONNECT People:

Ziel ist die Internationalisierung der
Fraunhofer-Institute durch Auslands-
aufenthalte von Mitarbeitenden und
die internationale Vernetzung. Aufent-
halte von Mitarbeitenden aus allen
Bereichen (Technik, Verwaltung, Wis-
senschaft) werden fiir 2 bis 5,5 Mo-
nate gefordert. Die Bewerbungs-
frist der aktuellen Ausschreibungs-
runde endet am 13. Januar 2020.
Fraunhofer-Mitarbeitende finden im
Intranet alle Informationen zur Be-
werbung fiir CONNECT People sowie
den Blog aus Chile.

M Kontakt:

Katrin Mobius

Telefon +49 89 54759-198
katrin.moebius@emft.fraunhofer.de
Fraunhofer-Einrichtung fiir Mikrosysteme
und Festkdrper-Technologien EMFT
HansastraBe 27 d

80686 Miinchen
www.emft.fraunhofer.de

Im Gesprach

Von Minchen nach Chile

Matthias SteinmaBl von der Fraunhofer EMFT hat seinen Arbeitsplatz von
Minchen nach Chile verlegt. Im Interview berichtet er Gber das Mobili-
tatsprogramm »CONNECT People« und seine Zeit in dem stdamerika-

nischen Land.

Sie sind mit dem Fraunhofer-internen
Mobilitdtsprogramm CONNECT People
nach Chile gereist. Was genau darf man
sich darunter vorstellen?

Ein Doktorand sitzt in einem Labor am
Stadtrand von Santiago mit Blick auf die
Anden. Nachdem er am Vormittag mit sei-
nem Team an Experimenten gearbeitet hat,
versucht er am Nachmittag, im Gewimmel
der Stadt Besorgungen zu tatigen, um mit
seinen Versuchen am néchsten Tag voran-
zukommen. An den Wochenenden steht er
vor der schwierigen Entscheidung, ob er zu
seinen Wanderschuhen oder (die Dissertati-
on will ja irgendwann fertig werden) zur
Laptoptasche greifen soll.

Welche Méglichkeiten bietet CONNECT
People fur die Teilnehmenden?
CONNECT People schafft fur Mitarbeitende
— egal ob diese aus der Technik, der Wissen-
schaft oder der Verwaltung kommen — die
Chance, Auslandsaufenthalte durchzufthren.
Das Programm mdchte die Zusammenarbeit
und Synergien mit Fraunhofer-Niederlassun-
gen im Ausland starken. Der Auslandsauf-
enthalt wird im Rahmen einer Dienstreise
abgewickelt. AuBerdem gibt es begleitende
MaBnahmen zur Personalentwicklung.

An welchem Projekt arbeiten Sie vor Ort?
Gemeinsam mit dem Fraunhofer IME in
Aachen forschen wir an einem Gerat zum
Nachweis virenverursachter Pflanzenkrank-
heiten fUr den Feldeinsatz. In meinem Rei-
segepack befanden sich (zollrechtlich kor-
rekt abgefertigte) Prototypen von
Biosensoren, welche in diesem Gerat zum
Einsatz kommen werden. Im Centro de Bio-
tecnologia de Sistemas — meiner aktuellen
Arbeitsstatte — nutzen wir diese Sensoren
erstmals, um die Nachweisreaktionen elekt-
ronisch auszuwerten. Es ist ein spannendes
interdisziplinares Projekt.

Welche interkulturellen Unterschiede
koénnen Sie in den Arbeitsablaufen fest-
stellen?

In vielen Dingen sind wir uns sehr ahnlich.
Wenn wir diskutieren, geht es um die
grundlegenden Prinzipien, es wird Klartext
gesprochen und wir strukturieren unsere
Pldne bis ins Detail. Was mit diesen Planen
dann geschieht, damit gehen wir durchaus

unterschiedlich um. Flexibilitdt werde ich
hier lernen. Genauso die Freude an der Ar-
beit, die auch aus den Beziehungen lebt,
die man am Arbeitsplatz pflegt. Ich glaube,
in meiner strikten Aufgabenfixierung erfulle
ich das klassisch deutsche Stereotyp.

Auf welche Herausforderungen sind Sie
bei der Vorbereitung und Planung ge-
stoBen?

Wie kriege ich alles bis zum Abflugdatum
geregelt? Ich glaube, mein Kollege, der fur
den Zoll zustandig ist, hofft, dass das meine
letzte Auslandsreise war.

In lhrem Blog schreiben Sie Uber das
schnelle Wachstum emissionsfreier
Energien in Chile. Welche Erkenntnisse
kénnen Lander, die dhnliche Ziele ver-
folgen, daraus ziehen?

In vielen Regionen Chiles muss die Energie-
versorgung dezentral mit Kleinkraftwerken
geregelt werden. Netzstabilitat oder Grund-
lastabdeckung sind dort kein Grund, um
emissionsfreie Energiekonzepte zu verhin-
dern. AuBerdem scheut das Land nicht davor
zuriick, die notige Entwicklung von extrem-
wetterbestandigen Photovoltaik- oder Wind-
kraftanlagen selbst in die Hand zu nehmen.

Hand auf's Herz, was vermissen Sie aus
der Heimat?

Meine Frau und meinen Sohn. Sie kommen
mich bald besuchen und ich kann es kaum
erwarten, die beiden wiederzusehen.

Wie geht es nach lhrem Aufenthalt weiter?
Zuerst werden wir als Familie noch etwas
Urlaub machen in Chile, und danach be-
ginnt die spannendste Projektphase. Wir
haben den prueba-de-principio — den
Grundsatznachweis — erfolgreich abge-
schlossen und gieBen die Erkenntnisse in
die feste Form eines Demonstrators fur den
Feldeinsatz.

Herr SteinmaBl, wir danken fur dieses
Gesprach.

Das Interview fihrte Judith Siegel.



Memristoren fur die Rechner von morgen

Gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf entwickelt
das Fraunhofer ENAS Memristoren fir hochmoderne Rechnerarchitekturen.

Zur Leistungssteigerung von Rechnern wer-
den deren Schaltkreise immer weiter ver-
kleinert. Diese Miniaturisierung ist bei
konventionellen von-Neumann-Rechnerar-
chitekturen mit rdumlich getrennter Daten-
verarbeitung und -speicherung perspekti-
visch ¢konomisch nicht mehr vertretbar.

Um dennoch héhere Rechenleistungen zu
erzielen, bedarf es neuartiger Bauelemente
und Architekturen, die Datenverarbeitung
und -speicherung am selben Ort gestatten.
Von zentraler Bedeutung sind dabei soge-
nannte Memristoren (Memory + Resistor).
Diese ermoglichen energieeffizientes, ma-
schinelles Lernen, das neuromorphe Rech-
nen und die Verschlisselung von Daten am
Ort ihrer Entstehung.

Erste Erfolge: Memristoren fir CMOS-
Hybride

Im Rahmen des ATTRACT-Projektes »Ent-
wicklung einer Gesamttechnologie fur die
modulare Integration neuartiger elektroni-
scher Bauelemente in mikroelektronische
CMOS-Hybride - BFO4ICT« haben die For-
schenden einen Memristor auf Basis von
BiFeO3 (BFO) fir die analoge und digitale
Datenspeicherung und -verarbeitung ent-
wickelt.

Im nachsten Schritt erforschen sie Technolo-
gien zur BFO-Herstellung auf Wafer-Niveau
und deren Implementierung in konventio-
nelle industrielle Prozessablaufe. Dadurch
kann die Technologieverfugbarkeit und das
technologische Know-how der sachsischen
und deutschen Industrie in Bezug auf Mem-

ristor-Bauelemente massiv erweitert werden.

Was ist der Vorteil?

Die Widerstandseigenschaften von BFO-
Memristoren lassen sich durch einen Span-
nungs- oder Stromschreibpuls nichtfltchtig
einstellen und mit einem kleinen Span-
nungs- oder Stromlesepuls auslesen. Beim
Schreiben der BFO-Memristoren werden
die Barrierenhohen der Vorderseiten-Elek-
trode und der Ruckseiten-Elektrode rekon-
figuriert und damit die Diodeneigenschaf-
ten der BFO-Memristoren nichtfllichtig und
analog geandert.

Aufgrund der inhdrenten Diodencharakte-
ristik von BFO-Memristoren kénnen diese
ohne zusatzliche Auswahl-Transistoren in
Crossbar-Array-Strukturen angeordnet wer-
den, die sich besonders fur Anwendungen
wie maschinelles Lernen oder neuromor-
phes Rechnen eignen.
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6"-Wafer mit strukturierten Rick-
seiten-Elektroden fiir Crossbar-
Arrays unterschiedlicher GréBe.
© Fraunhofer ENAS
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Memristoren ermdglichen bislang
unerreichte Verarbeitungsleistun-
gen, z. B. beim neuromorphen

Rechnen. © MEV Verlag



3D-Modul mit TSV-Interposer und
mittels FlipChip-aufgebauten Elektro-
nikkomponenten als Vorstufe fur die
Chiplet-Technologie.

© Fraunhofer IZM
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Hochdichte Verdrahtungstrager fir
Chiplets benétigen Fertigungstech-
niken, die dhnlich der Halbleiterfer-
tigung sind. © Fraunhofer IZM

Aus den Instituten

Systemarchitekturen aus dem Baukasten

Das Fraunhofer IZM bereitet den Weg fir neuartige Systemarchitekturen

auf der Grundlage von Chiplets.

Mit fortschreitender Miniaturisierung st6B3t
auch das Moore'sche Gesetz irgendwann
an seine Grenzen: Bereits jetzt wird im
7nm-Bereich produziert und der Sprung auf
den 5nm-Bereich steht kurz bevor. Mit her-
kémmlichen Systemarchitekturen sind die
Entwicklungskosten von Chips dieser Gro-
Benordnung wirtschaftlich kaum noch trag-
bar. Weitere Leistungssteigerungen erfor-
dern perspektivisch einen Wechsel zu
modularen Chiparchitekturen, wie Moore
selbst ihn bereits 1965 vorausahnte. Ein
vielversprechender Ansatz fur so ein »Bau-
kastensystem« sind sogenannte Chiplets.

Die Chiplet-Technologie

Chiplets sind integrierbare Einzelkomponen-
ten, mit denen sich verschiedenste IPs mo-
dular kombinieren lassen. Dieses Prinzip er-
moglicht den Ruckgriff auf bereits
bestehende Strukturen, sodass nur noch
wenige Teile — z. B. solche im Sub-7nm-Be-
reich — neu entworfen werden mussen. Dies
minimiert die Entwicklungskosten fur neue
leistungsfahigere Chips und steigert zudem
deren Energie- und Raumeffizienz. Mit die-
sem Ansatz kédnnen auch analoge oder IlI/V-
Bauelemente eines ICs, kombiniert mit neu
entworfenen Funktionen, auf einem Chip

zusammengeflgt werden — eine ideale
Grundlage fir die Heterointegration.

Bereits heute sind Chiplets im Einsatz und
kénnten bald schon zur neuen Grundstruk-
tur der Technologieentwicklung in der
Halbleiterindustrie werden.

Perspektiven und Herausforderungen

Das Fraunhofer-Institut fir Zuverlassigkeit
und Mikrointegration 1ZM entwickelt so-
wohl hochdichte 3D-Verdrahtungssysteme
auf Silizium und organischen Substraten als
auch Bestuickungstechnologien, um die
Maglichkeiten der Chiplet-Technologie wei-
ter auszuloten. Ferner beschéaftigen sich die
Forschenden am Fraunhofer IZM mit Fragen
der Zuverlassigkeit und der Optimierung
von Verlustleistungen, die insbesondere fir
Anwendungen wie das autonome Fahren
von zentraler Bedeutung sind.

Weitere Informationen gibt
es im Blog ReallZM:

Dr. Michael Topper erklart
die Moglichkeiten und Her-




FMD Innovation Days 2019 — »From IDays to IDeas«

Symposium, Round-Table-Gesprache und begleitende Ausstellung: Ein fotografischer Rickblick
auf die 2. FMD Innovation Days zum Thema »Microwave and Terahertz«.

Unsere Zukunft selbst mitgestalten und

die Mikroelektronik von Ubermorgen in
Deutschland und Europa entwickeln. Mit
diesem Ziel vor Augen trafen sich Techno-
logieexpertinnen und -experten, Anwende-
rinnen und Anwender sowie Forschende der
Fraunhofer-Gesellschaft und Leibniz-Gemein-
schaft zu den 2. FMD Innovation Days.

Vom 12. bis 13. September tauschten

sich die Forschungsfabrik Mikroelektronik Microw
Deutschland (FMD) und ihre Géaste aus der e

Industrie, Wissenschaft und Wirtschaft am
IHP in Frankfurt (Oder) tber die neuesten
Entwicklungen zu 5G, Sensorik fur auto-
nomes Fahren sowie drahtlose und radar-
basierte Lésungen fir Industrie 4.0 aus.

Eréffnet mit einer Videobotschaft der Bun-
desministerin fur Bildung und Forschung,
Anja Karliczek, bot das Programm spannende
Impulsvortrage von Vertreterinnen und Ver-
tretern der FMD und der Industrie sowie eine
begleitende Ausstellung mit den neuesten
technologischen Beitragen der FMD-Mitglieds-
institute. In anschlieBenden Round-Table-
Gesprachen in kleinen Gruppen konnten die
Teilnehmenden tiefer in die Materie einsteigen
und Zukunftsthemen diskutieren.
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Aus den Instituten

Technologien fir die sechste Mobilfunk-

generation

Drahtlose Datennetze missen kiinftig immer héhere Ubertragungsraten
und kirzere Verzégerungszeiten ermoglichen. Dies erfordert Netzwerk-
strukturen aus vielen kleinen Mobilfunkzellen. Zur Anbindung dieser
Zellen bedarf es leistungsfahiger Ubertragungsstrecken bei hohen
Frequenzen bis in den Terahertz-Bereich.

Forschende vom Karlsruher Institut fir Tech-
nologie (KIT) und vom Fraunhofer-Institut fir
Angewandte Festkdrperphysik IAF in Frei-
burg arbeiten gemeinsam an Technologien,
um Datensignale von der Terahertz-Ubertra-
gung zur optischen Ubertragung zu konver-
tieren. Das Fraunhofer IAF unterstitzt diese
Arbeiten durch die Entwicklung sehr rausch-
armer Empfangsschaltungen sowie leistungs-
starker Sendeverstarker.

Wahrend der neue Mobilfunkstandard 5G
noch getestet wird, arbeiten Forscherinnen
und Forscher bereits an Technologien fur
die nachste Generation drahtloser Daten-
Ubertragung. »6G« soll noch deutlich
hohere Ubertragungsraten, kiirzere Verzo-
gerungszeiten, eine groBere Geratedichte
sowie die Integration Kunstlicher Intelligenz
ermdglichen. Auf dem Weg zur sechsten
Mobilfunkgeneration sind viele Herausfor-
derungen zur Vernetzung vieler kleiner
Mobilfunkzellen zu meistern.

So werden die drahtlosen Netze der Zukunft
aus einer Vielzahl kleiner Mobilfunkzellen
bestehen, innerhalb derer hohe Datenmen-
gen schnell und energieeffizient Ubertragen
werden. Zur Vernetzung dieser Zellen wer-
den Funkstrecken benétigt, mit denen sich
Dutzende oder gar Hunderte von Gigabit
pro Sekunde auf einem Kanal Gbertragen
lassen. Hierzu bieten sich Frequenzen im
Terahertz-Bereich an, die im elektromagneti-
schen Spektrum zwischen den Mikrowellen
und der Infrarotstrahlung liegen. Eine weitere

Signalkonversion -
- ‘ Glasfaser 1

Aufgabe besteht darin, drahtlose Ubertra-
gungsstrecken nahtlos mit Glasfasernetzen
zu verbinden, um die Vorteile beider Techno-
logien zu vereinen — hohe Kapazitdt und Zu-
verlassigkeit mit Mobilitat und Flexibilitat.

Einsatz ultraschneller elektro-optischer
Modulatoren

Einen vielversprechenden Ansatz zur Konver-
sion der Datenstréme von der Terahertz-Uber-
tragung zur optischen Ubertragung haben
mehrere Gruppen von Forschenden entwi-
ckelt. Beteiligt sind die Institute fur Photonik
und Quantenelektronik (IPQ), Mikrostruktur-
technik (IMT) und Hochfrequenztechnik und
Elektronik (IHE) des KIT sowie das Fraunhofer
IAF. Sie verwenden ultraschnelle elektro-opti-
sche Modulatoren, um ein Terahertz-Daten-
signal direkt in ein optisches Signal umzu-
wandeln und damit die Empfangerantenne
direkt an eine Glasfaser anzukoppeln.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler nutzen in ihrem Experiment eine Trager-
frequenz von circa 0,29 THz und erreichen
eine Ubertragungsrate von 50 Gbit/s. Der
eingesetzte Modulator beruht auf einer
plasmonischen Nanostruktur und hat eine
Bandbreite von mehr als 0,36 Terahertz. Mit
seiner Hilfe kann die technische Komplexi-
tat zukUnftiger Mobilfunk-Basisstationen
drastisch reduziert werden. Terahertz-Ver-
bindungen mit enorm hohen Datenraten
werden dadurch méglich — vorstellbar sind
mehrere Hundert Gbit/s.

Modulator

Detailansicht eines vom Fraunhofer
IAF entwickelten rauscharmen 300-
GHz-Empfangsverstarker-Moduls.
© Fraunhofer IAF
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Eine Vielzahl kleiner Funkzellen wird
lber leistungsfahige THz-Ubertra-
gungsstrecken flexibel angebunden.
Am Empfénger werden die THz-
Signale in optische Signale konver-
tiert und mittels Glasfasernetzen

Ubertragen. © IPQ/KIT



MEMS Chip mit drei Mikrolaut-
sprecher-Bauelementen auf Trager-
platine zur Ansteuerung.

© Fraunhofer IPMS
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Kurz berichtet

Drahtlose Kopfhérer mit
MEMS Lautsprechern
fur das Internet of Voice

Sie sind digitale Assistenten und helfen, Ge-
rate mit Sprachbefehlen zu steuern, in frem-
de Sprachen zu Ubersetzen oder unkompli-
ziert zu bezahlen. Internet-of-Voice-Dienste
findet man mittlerweile tberall, ob in Autos,
Smartphones oder im Wohnzimmer. Mit
Hearables kann das Internet of Voice direkt
im menschlichen Ohr eingesetzt werden:
Hearables sind intelligente drahtlose Kopf-
horer, die mit Minilautsprechern ausgeristet
sind und die komplette Internetkommunika-
tion Ubernehmen kénnen. Daftr muss je-
doch die benétigte Hardware so weit minia-
turisiert werden, dass sie bequem im
Gehoérgang getragen werden kann.

Fur die Miniaturisierung des Im-Ohr-Laut-
sprechers in Hearables hat das Fraunhofer
IPMS ein neues, leistungseffizientes Schall-
wandlerprinzip entwickelt. Dieses besitzt
keine herkémmliche Membran mehr. Viel-

Mobiles Nitrat-Labor fur
den heimischen Garten

Im Projekt »Citizen Sensor« haben die
Fraunhofer EMFT und das FabLab Manchen
ein Nitratmesskit fir Hobbygartnerinnen und
-gartner entwickelt.

Ein Schltsselfaktor im heimischen Garten-
bau ist das Nitrat im Boden: Eine zu geringe
Konzentration hemmt das Pflanzenwachs-
tum; eine zu hohe belastet Umwelt und
Nahrungsmittel. Das von Fraunhofer EMFT
und FabLab MUnchen entwickelte Messkit
auf Basis elektrochemischer Sensorik er-
maoglicht Nitratmessungen auf professionel-
lem Niveau auch ohne teures Equipment
und Fachwissen.

Das System erfasst Nitratkonzentrationen
von bis zu 4 mg/L. Fir die Messung taucht
man eine Elektrode, die mit einer ionen-
selektiven Membran flr Nitrat beschichtet
ist, zusammen mit einer Ag/AgCl-Referenz-
elektrode in eine Lésung ein und misst die
Spannung zwischen den Elektroden. Um-
weltparameter wie Luftdruck, Temperatur
und Luftfeuchte werden vom Gerat auto-
matisch erfasst.

Durch den geringen Stromverbrauch eignet
sich das mobile Labor — im wahrsten Sinne
des Wortes — fur den Einsatz im Feld. Far
die Kalibrierung wird lediglich eine Salzlo-
sung bendtigt, die sich mit der integrierten

mehr wurde diese in Form einer Vielzahl
von Biegebalken — dhnlich den Saiten einer
Harfe — in das Volumen eines Siliziumchips
verlegt. Innerhalb der nur 20 ym dinnen
Biegebalken sind neuartige elektrostatische
Biegeaktoren, so genannte Nano-E-Drive-
Aktoren integriert, welche durch die Audio-
signalspannung zum Schwingen angeregt
werden.

Auf den Laborergebnissen aufbauend
wurde ein erstes akkubetriebenes Demo-
system fur die Im-Ohr Wiedergabe realisiert.
Damit lieBen sich Schalldriicke von mehr als
100 dB und vielversprechende Linearitaten
erstmals realisieren. Derzeit wird eine An-
steuerung mit Verstarker entwickelt, die es
erlauben soll, die Vorteile hinsichtlich der
Energieeffizienz und des Formfaktors fiir
Verwertungskunden in einfacher Weise
zuganglich zu machen.

Waage leicht herstellen lasst. Eine web-
basierte Schritt-fur-Schritt-Anleitung ermég-
licht auch Personen ohne Fachkenntnis die
korrekte Probenentnahme, dokumentiert
die Messergebnisse und Uberprift sie auto-
matisch auf Plausibilitat.

Derzeit testet das Entwicklungsteam sein
Gerat gemeinsam mit Urban Gardening-
Initiativen in Minchen auf seine Praxistaug-
lichkeit.

Das Projekt wird vom Bundesministerium
fur Bildung und Forschung BMBF unter dem
Forderkennzeichen 01BF1711B gefordert.

Das Nitratmessgerat kann auch von Hobby-
gartnerinnen und -gartnern ohne Fachkenntnis
bedient werden. © Fraunhofer EMFT




. IP-Designs erhalten
Sicherheitszertifikat

In modernen Autos sind Fahrende nicht mehr
allein. Komplexe elektronische Systeme wie
Fahrassistenz oder ABS unterstitzen sie und
greifen notfalls in die Lenkung ein. Bei der
Entwicklung der elektronischen Sicherheits-
systeme werden IP-Cores — fertige Entwick-
lungseinheiten — verwendet, welche die
Datenprozesse steuern. Dabei missen die IP-
Designs, die wie Schaltplane funktionieren,
einen hohen Sicherheitsanspruch erfallen.

Um die Funktionalitat, Sicherheit und Zu-
verlassigkeit der Systeme zu gewadhrleisten,
wurde im Jahr 2011 die Zertifizierung ISO-
26262 ins Leben gerufen. Sie spezifiziert
die Sicherheitsanforderungen an elektroni-
sche Systeme auf die besonderen Anforde-
rungen im Automobilbereich, damit Hard-
wareausfélle verhindert und unter Kontrolle
gebracht werden kénnen.

Das Fraunhofer IPMS hat nun die eigens ent-
wickelten CAN Controller IP-Cores CAN FD

Neu entdeckte Material-
eigenschaft von AIScN

Simon Fichtner vom Fraunhofer ISIT machte
an der Christian-Albrechts-Universitat zu
Kiel (CAU) im vergangenen Jahr eine viel-
versprechende Entdeckung: Er konnte erst-
malig Ferroelektrizitat in einem lll-V-Halblei-
ter-basierten Material nachweisen.

Piezoelektrische Materialien erzeugen elek-
trische Spannungen, wenn sie verformt
werden und umgekehrt dndern sie ihre
Form, wenn man an sie eine elektrische
Spannung anlegt. Sie werden genutzt, um
Bewegungen in elektrische Signale oder
elektrische Signale in Bewegung umzuwan-
deln. Eingesetzt werden sie unter anderem
in MEMS-Lautsprechern, MEMS-Mikrofonen

Kurz berichtet

und CAN 2.0B nach dieser ISO-Norm fiir das
Level ASIL B zertifizieren lassen. Systeminge-
nieurinnen und -ingenieure kénnen die IP-
Cores nun mit der Gewissheit verwenden,
dass diese in Sicherheitsanwendungen kon-
form zu ASIL A und ASIL B Systeme einge-
setzt werden kénnen. Das System kann durch
die 32-Bit Controller-Schnittstelle (8 Bit und
16 Bit, sowie AMBA APB und AHB optional),
voll-synchroner Beschreibung sowie moder-
nem Clock-Domain-Crossing flexibel in ein-
zelne Steuergerate oder Schaltkreise (Sys-
tem-on-Chip, FPGA) implementiert werden.

Damit ist das Fraunhofer IPMS weltweit das
erste Institut, welches ein CAN 2.0b bzw.
CAN FD IP-Design entwickelt hat, das nach
dieser Norm zertifiziert wurde. Das Design
war eines der ersten CAN IP Cores am
Markt und wurde bereits in zahlreiche
ASIC- und FPGA Designs integriert. Mehr
als 100 Kunden haben das IP-Design bereits
erfolgreich in Verwendung.

oder MEMS-Druckkdpfen. Im Rahmen sei-
ner Untersuchungen an piezoelektrischem
Aluminium-Scandium-Nitrid (AIScN) stellte
Simon Fichtner fest, dass die raumliche
elektrische Ausrichtung der Kristalle des Ill-
V-Verbindungshalbleiters sich beim Anlegen
einer elektrischen Spannung schalten lasst.
Das Material ist damit wider Erwarten ferro-
elektrisch. Indem verschiedene Schichten
von AIScN ohne zusatzliche Ansteuerungen
und Zwischenisolierungen tbereinanderge-
legt werden, kénnen zum Beispiel Mikroan-
triebe erzeugt werden. Diese speziellen
Mikroantriebe sind deutlich leistungsfahiger
als herkémmliche Piezoelektrika.

In einem vom Bundesministerium fir Bildung
und Forschung BMBF mit 2,3 Mio. € gefor-
derten Projekt untersuchen Kieler Forsche-
rinnen und Forscher nun gemeinsam mit
dem Fraunhofer ISIT und dem Fraunhofer
IAF, inwieweit diese vielversprechende Ent-
deckung technisch nutzbar gemacht werden
kann. Das auf vier Jahre angesetzte Projekt
konzentriert sich auf zwei Typen von Bauele-
menten: einen Chiplautsprecher und einen
speziellen Leistungstransistor. Um den Trans-
fer der wissenschaftlichen Ergebnisse in zu-
kinftige Anwendungen zu beschleunigen,
sind auBerdem Wirtschaftsakteure beteiligt.

Prof. Bernhard Wagner und Simon Fichtner vom
Fraunhofer ISIT bei der Vlermessung der
Halbleiterproben. © Julia Siekmann / CAU

Elektronische Systeme wie Fahr-
assistenz oder ABS sind das Herz-
stlick eines Automobils.

© MEV Verlag

B Kontakt:

Dr. Frank Deicke

Telefon +49 351 88 23-385
frank.deicke@ipms.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Photonische
Mikrosysteme IPMS
Maria-Reiche-StraBe 2

01109 Dresden
www.ipms.fraunhofer.de

B Kontakt:

Claus Wacker

Telefon +49 4821-17 4214
claus.wacker@isit.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Silizium-
technologie ISIT
FraunhoferstraBe 1

25524 Itzehoe
www.isit.fraunhofer.de



b TN

Mithilfe der Pulvertechnologie ge-
fertigte Silizium-Teststrukturen mit
Jjeweils drei runden Mikromagneten
in jeder Ecke. Die Magnete haben

einen Durchmesser von 300 um.

© Fraunhofer ISIT

B Kontakt:

Claus Wacker

Telefon +49 4821 17-4214
claus.wacker@isit.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Silizium-
technologie ISIT
FraunhoferstraBe 1

25524 |tzehoe
www.isit.fraunhofer.de

B Kontakt:

Diana Staack

Telefon +49 911 58061-9533
diana.staack@scs.fraunhofer.de
Fraunhofer-Arbeitsgruppe fiir
Supply Chain Services SCS
Nordostpark 93

90411 Niirnberg
www.scs.fraunhofer.de

Kurz berichtet

Neues Verfahren zur
Mikrostrukturfertigung

Das Fraunhofer ISIT hat einen Prozess zur
Herstellung pordser dreidimensionaler
Mikrostrukturen aus gebundenen Pulver-
materialien entwickelt.

Mit diesem Verfahren kénnen schrumpfungs-
freie und mechanisch dauerhaft stabile Struk-
turen verschiedener Geometrien und GréBen
von wenigen Mikrometern bis zu einem Milli-
meter gefertigt werden. Als Ausgangsmateri-
al dienen Pulver, die aus Partikeln mit Abmes-
sungen von wenigen Mikrometern bestehen.
Das Material der Partikel ist frei wahlbar. Die
Partikel werden durch einen Atomic Layer
Deposition Prozess auf Waferebene bei Tempe-
raturen zwischen 100 °C und 300 °C zu drei-
dimensionalen, pordsen Strukturen verfestigt.
Durch Modifikation deren innerer Oberflache
lassen sich magnetische, optische und senso-

»Joint Lab Data Analy-
tics«: Kreative Losungen
durch neue Formen der
Zusammenarbeit

Die BHS Corrugated Maschinen- und Anla-
genbau GmbH und die Fraunhofer-Arbeits-
gruppe SCS grinden das »Joint Lab Data
Analytics«. Das gemeinsame Ziel: anhand
ausgewahlter Anwendungen die Data Ana-
lytics-Expertisen starken. Die Joint Labs sind
dabei ein Ansatz, bei dem durch neue For-
men der Zusammenarbeit und der Infra-
struktur in kUrzerer Zeit mehr kreative Lo-
sungen entwickelt werden kénnen. Dafur
arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler mit den Entwicklerinnen und Ent-
wicklern aus den Unternehmen in kleinen
interdisziplinaren Teams auf Zeit an konkre-
ten Fragestellungen der Industrie. Die prak-
tische Zusammenarbeit der Teams ist dabei
agil organisiert: Je nach Bedarf virtuell-digi-
tal oder aber im direkten Austausch vor
Ort, und zwar in den neuen Co-Working

rische Parameter individuell anpassen. Dies er-
maoglicht z. B. die Herstellung miniaturisierter
Permanentmagnete aus NdFeB fur batterie-
lose Sensoren in Industrie-4.0-Anwendungen,
aber auch Sensoren zur Uberwachung von
Stromnetzen sowie adaptive Beleuchtungs-
systeme fiir Autoscheinwerfer oder HeadUp-
Displays.

Langfristiges Ziel ist die kostengtinstige auto-
matisierte Produktion spezieller Bauelemente
fur Mikroelektromechanische Systeme (MEMS),
die u.a. in der Sicherheits-, Medizin- und
Automobiltechnik, in den Biowissenschaften
oder in der Unterhaltungs- und Kommunika-
tionselektronik zum Einsatz kommen.

Das Land Schleswig-Holstein fordert das
Forschungsvorhaben mit etwa 1,3 Mio. €.

Spaces bzw. den eigens entwickelten Joint
Lab-Raumlichkeiten bei der Fraunhofer SCS.

Die auf drei Jahre angelegte Kooperation
verfolgt das Ziel, die digitale Transformation
voranzutreiben und die Data Analytics-
Kompetenzen im Unternehmen nachhaltig
auszubauen. Im Vergleich zu klassischen
Kooperationsformaten erhélt die Fraunho-
fer-Arbeitsgruppe umfassendere Einblicke in
das Unternehmen und kann entsprechend
tiefergehend wissenschaftlich unterstttzen.

Im Vorfeld der Joint Lab-Grindung fand
eine Reihe von Workshops statt, in denen
Data Analytics-Anwendungsfélle entlang
des Produktlebenszyklus bei BHS Corruga-
ted gesammelt, bewertet und priorisiert
wurden. Nach der Potenzialentwicklung
folgte die Detaillierung der Quick-Start-ldeen,
die Planung der Lab-Aktivitaten und die
Erstellung des Lab-Konzepts.

Die Fraunhofer SCS plant weitere Joint Labs
mit weiteren interessierten Unternehmen.

Kick-off des Joint Labs war ein Hackathon. Sieben
Teams — fiinf in Niirnberg, zwei in Mexiko — hatten
acht Stunden Zeit, eine reale Fragestellung der
Maschinenbauindustrie zu bearbeiten, die aus
einem Anwendungsfall des Joint Labs abgeleitet
war. Die erarbeiteten Data Analytics- und Optimi-
zations-Lésungen flieBen in die weitere Betrach-
tung ein. © Fraunhofer IS, Vedat Senturk



BMBF-Wettbewerb
»Energieeffizientes

KI-System«

Damit Kinstliche Intelligenz (KI) Nutzen
schafft und auch in mobilen und sicherheits-
kritischen Anwendungen Einzug hélt, muss
an der Energieeffizienz gearbeitet werden.
Denn bisher ist der Energieverbrauch zur
Ausfihrung heutiger KI-Systeme fir viele
Anwendungen zu hoch. Der Innovations-
wettbewerb »Energieeffizientes KI-System«
des Bundesministeriums fir Bildung und For-
schung BMBF will dieses Problem angehen
und férdert Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen bei der Entwicklung von
L&sungsansatzen.

Den Siegerinnen und Siegern des Pilotinno-
vationswettbewerbs »Energieeffizientes
KI-System« winken Folgeprojekte, in denen
sie ihre Ideen fortentwickeln kénnen. Mit
den Projekten ADELIA und LO3-ML sind auch
das Fraunhofer IS und das Fraunhofer IPMS
Teil des Wettbewerbs.

Projekt ADELIA:

Aus dem Fraunhofer IIS und dem Fraunhofer
IPMS haben sich institutstibergreifend Exper-
tinnen und Experten zusammengeschlossen
und treten gemeinsam in der Wettbewerbs-
kategorie »FDSOI-Technologie (22FDX) von

DRIVE-E 2019: Zukunft
des elektrischen Fahrens

Die Zukunft gehort alternativen Antriebs-
technologien: Das Nachwuchsprogramm
DRIVE-E vermittelte Studierenden im Sep-
tember bereits zum zehnten Mal Einblicke
in die Vielfalt der elektrischen Mobilitat.
AuBerdem wurden vier Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler vom
Bundesministerium fur Bildung und For-
schung (BMBF) und der Fraunhofer-
Gesellschaft mit einem der diesjahrigen
DRIVE-E-Studienpreise ausgezeichnet.

Den ersten Platz in der Kategorie Projekt-
und Bachelorarbeiten sicherte sich Ronja

Kurz berichtet

GLOBALFOUNDRIES« an. Dabei koordiniert
das Fraunhofer IIS die Tatigkeiten. Die vorge-
schlagene Lésung sieht die Entwicklung eines
energieeffizienten Crossbar-Analogbeschleu-
nigers vor. Die Anwendungspotentiale reichen
von energieeffizienten ASICs zur Mensch-
Maschine-Kommunikation bis hin zur Krank-
heitsprognose mit medizinischen Wearables.

Projekt LO3-ML:

Die Energieeffizienz des Chips soll sowohl
durch neuartige Technologie als auch durch
innovative Rechnerarchitektur erhdht wer-
den. Um dies zu realisieren, treten in einem
zweiten Projekt die Friedrich-Alexander-
Universitat Erlangen-Nurnberg (FAU) und
das Fraunhofer IIS gemeinsam an. Durch das
Projekt wird die Zusammenarbeit zwischen
FAU und Fraunhofer IIS in den Bereichen der
analogen und digitalen Schaltungstechnik
sowie im Systementwurf weiter ausgebaut.
Das Fraunhofer IS als Innovationstreiber im
Bereich textilintegrierter intelligenter Senso-
rik und Algorithmen integriert die Ergebnis-
se im Anschluss der Projekte zusammen mit
Industriepartnern in medizinische und nicht-
medizinische Anwendungen.

Haas von der Universitat GieBen. Sie be-
schaftigte sich in ihrer Bachelorarbeit mit
dem Thema Dendritenwachstum und unter-
suchte dabei die chemischen Vorgadnge in-
nerhalb der Batteriezellen. In der Kategorie
Master- und Diplomarbeiten machte Julian
Jakob Alexander KreiBl, ebenfalls von der
Justus-Liebig-Universitat GieBen, das Ren-
nen. Er erarbeitete einen vielversprechenden
Ansatz zur Bekampfung des Wachstums
von Dendriten in Metall-Sauerstoff-Batterien.

DRIVE-E wurde 2009 vom BMBF und der
Fraunhofer-Gesellschaft ins Leben gerufen.
Seither haben mehr als 500 junge Talente
am Nachwuchsprogramm teilgenommen.
Der DRIVE-E-Gastgeber 2019 war das Fraun-
hofer IISB in Erlangen, Hochschulpartner war
die Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-
Nurnberg (FAU). Im Rahmen eines Fahr-
events am Samstag konnten die Teilnehmen-
den auch selbst das Fahrgefihl mit verschie-
denen Elektrofahrzeugen kennenlernen.

© Kurt Fuchs / Fraunhofer IISB

Das Forschungsgebiet der »Kunstli-
chen Intelligenz« versucht, menschli-
che Wahrnehmung und menschli-
ches Handeln durch Maschinen
nachzubilden © MEV Verlag

M Kontakt:

Dr. Denise Miiller-Friedrich

Telefon +49 9131 776-4409
denise.mueller-friedrich@iis.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Integrierte
Schaltungen IIS

Am Wolfsmantel 33

91058 Erlangen

www.iis.fraunhofer.de

Weitere Informationen:
www.drive-e.org

M Kontakt:

Dr. Bernd Fischer

Telefon +49 9131 761 - 106
bernd.fischer@iish.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fiir Integrierte Systeme
und Bauelementetechnologie 11SB
SchottkystraBe 10

91058 Erlangen
www.iish.fraunhofer.de



Vom BMBF gefdrderte Projekte
sollen die Entwicklung von 5G
vorantreiben. © MEV Verlag

M Kontakt:

Georg Weigelt

Telefon +49 30 46403-279
georg.weigelt@izm.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fiir Zuverlassigkeit
und Mikrointegration 1ZM
Gustav-Meyer-Allee 25

13355 Berlin

www.izm.fraunhofer.de

H Kontakt

Yulia Fedorovich

Telefon +49 30 46403-213
yulia.fedorovich@izm.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fr Zuverldssigkeit
und Mikrointegration 1ZM
Gustav-Meyer-Allee 25

13355 Berlin

www.izm.fraunhofer.de

Der Blog REAL IZM — Making Ideas
Happen.
© Volker Mai / Fraunhofer IZM

Industrielle Kommunikation
der Zukunft

Netzwerktechnologien sind ein zentraler
Baustein fur die Digitalisierung. Die For-
schungsinitiative des Bundesministeriums
fur Bildung und Forschung BMBF »Industri-
elle Kommunikation der Zukunft« fordert
Projekte, die die Entwicklung von 5G an
praxisorientierten Anwendungsbeispielen
vorantreiben. Die Projektgruppen, darunter
das Fraunhofer IZM, arbeiten daran, Kom-
munikationssysteme fur das taktile Internet
— Anwendungen mit minimalen Reaktions-
zeiten — auf Basis von 5G-Technologien um-
zusetzen. Ende September 2019 fand die
Jahrestagung der BMBF-Forschungsinitiative
statt, bei der die jingsten Fortschritte sowie
verbleibende Fragen im Bereich 5G sowohl
aus Forschungs- als auch aus Nutzungssicht
betrachtet wurden.

Erster Blog zur Mikroelek-
tronik bei Fraunhofer

Fraunhofer arbeitet an der Spitze des Fort-
schritts, identifiziert die neuesten Trends
und entwickelt innovative mikroelektroni-
sche Technologien. Um Wissen zu teilen,
wurde der erste Mikroelektronik-Blog bei
Fraunhofer ins Leben gerufen. ReallZM ist
eine Online-Kommunikationsplattform, die
den Austausch Uber aktuelle Forschungs-
themen ermoglicht und Einblicke in die Ent-
wicklung von Technologien auf dem Gebiet
der Mikroelektronik gewahrt. AuBerdem ist
der Blog ein wissenschaftliches Diskussions-
forum fur alle Elektronik-Enthusiasten.

Lesen Sie mehr Uber die neusten Technolo-
gien in ReallZM unter:
www.blog.izm.fraunhofer.de

IZM

MAKING IDEAS HAPPEN

Splitter

Gedenktafel zur Geburts-
stunde des Radars

Mittels des von ihm entwickelten Telemobilos-
kops gelang Christian Hilsmeyer am 17. Mai
1904 die Entwicklung des ersten Radars.

© Fraunhofer FHR

Am 17. Mai 1904 fand an der Kélner
Hohenzollernbriicke ein 6ffentliches Expe-
riment statt, das fortan als Meilenstein der
internationalen Wissenschaft in die Ge-
schichte eingehen sollte. Dem Erfinder
Christian Hulsmeyer gelang es an diesem
Tag erstmals, auf dem Rhein fahrende Schiffe
anhand von Reflexionen hochfrequenter
elektromagnetischer Wellen zu erkennen:
Es war die Geburtsstunde des Radars. Die
Radar- und Hochfrequenztechnik findet
heute in vielen Bereichen des taglichen Le-
bens Anwendung und ist ein wichtiges For-
schungsfeld am Fraunhofer FHR in Wacht-
berg. Mitte Oktober wurde im Rahmen
eines Festakts mit der Kélner Oberburger-
meisterin Henriette Reker eine Plakette ent-
hallt, die an diesen historischen Meilenstein
der Technikgeschichte erinnert. Initiator der
Veranstaltung war hierbei das Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

B Kontakt

Jens Fiege

Telefon +49 228 9435-323
jens.fiege@fhr.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Hochfrequenzphysik
und Radartechnik FHR

FraunhoferstraBe 20

53343 Wachtberg

www.fhr.fraunhofer.de



Neuer Institutsleiter am
Fraunhofer IIS

Prof. Alexander Martin ist neues Mitglied der
Institutsleitung am Fraunhofer IIS.
© Fraunhofer IS

Seit dem 1. November 2019 ist Prof.
Alexander Martin Teil der nun dreiképfigen
Institutsleitung des Fraunhofer IIS. Der K-
Experte ist Professor fur Wirtschaftsmathe-
matik an der FAU Erlangen-NUrnberg. Bis-
lang leitete Prof. Martin die Abteilung
Supply Chain Services des Fraunhofer IIS.

B Kontakt

Thoralf Dietz

Telefon +49 9131 776-1630
thoralf.dietz@iis.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Integrierte Schaltungen 11S
Am Wolfsmantel 33

91058 Erlangen

www.iis.fraunhofer.de

Studie zur Leistungselek-
tronik als Schlusselindustrie
in Schleswig-Holstein

Die Leistungselektronik spielt eine zentrale
Rolle fur die Umsetzung der Energiewende,
der Elektromobilitat oder fur die zunehmen-
de Digitalisierung (siehe Seiten 4/ 5). In
Schleswig-Holstein ist die Leistungselek-
tronik eine etablierte Querschnittstechnolo-
gie; mit insgesamt etwa 5000 Mitarbeiten-
den in verschiedenen Unternehmen und
Forschungseinrichtungen. Das ergab eine
Studie zum Status und den Perspektiven

Splitter

Ina Schieferdecker
wechselt ins BMBF

Zum 1. Oktober 2019 wurde Prof. Ina
Schieferdecker zur Abteilungsleiterin im
Bundesministerium fur Bildung und For-
schung (BMBF) ernannt. Damit legt Sie die
gemeinsam mit Prof. Manfred Hauswirth
verantwortete Leitung des Fraunhofer
FOKUS nieder. Die renommierte Wissen-
schaftlerin folgt dem Ruf in das BMBF und
wird als Abteilungsleiterin die Themen Digi-
talisierung und Innovationen weiter unter-
stitzen und vorantreiben.

B Kontakt:

Ulf Hoffmann

Telefon +49 30 3463-7242
ulf.hoffmann@fokus.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Offene Kommunikations-
systeme FOKUS

Kaiserin-Augusta-Allee 31

10589 Berlin

www.fokus.fraunhofer.de

der Leistungselektronik in Schleswig-Holstein,

die das Fraunhofer ISIT als Initiator des
Netzwerkes Leistungselektronik in Auftrag
gegeben hatte. Das Netzwerk will mit den
Ergebnissen der Studie seine zukilnftigen
Leistungsangebote optimieren und damit
einen Beitrag zur Starkung der Innovations-
und Wettbewerbsfahigkeit der schleswig-
holsteinischen Unternehmen leisten.

Link zum Download der Studie:
www.netzwerk-leistungselektronik.de/de/
aktuelles.html

d il IR G LY
Prof. Ina Schieferdecker leitete bis
Oktober 2019 das Fraunhofer FOKUS
in Berlin. © Fraunhofer FOKUS

© Philipp Plum / Fraunhofer FOKUS

M Kontakt:

Claus Wacker

Telefon +49 4821 17-4214
claus.wacker@isit.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Silizium-
technologie ISIT
FraunhoferstraBe 1

25524 Itzehoe
www.isit.fraunhofer.de

Am Fraunhofer ISIT entwickelte
Leistungsbauelemente mit verschie-
denen Metallisierungen.

© Fraunhofer ISIT



Perspektive

Unser Foto zeigt eine durch Metamaterialien verbesserte Gruppenantenne mit elektronischer Strahlschwenkung bei der Vermes-
sung in einer der Antennenmesskammern des Fraunhofer FHR. Die auf der Antennenapertur angebrachten Metamaterialstreifen
dienen der Unterdriickung parasitarer Oberflachenwellen, die bei groBen elektronischen Schwenkwinkeln angeregt werden
sowie zu Gewinneinbrichen und schlieBlich zu Mehrdeutigkeiten fihren kénnen. © Fraunhofer FHR / Bellhduser
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... hat Prof. Martin
Schneider-Ramelow
vom Fraunhofer IZM

Herr Prof. Martin Schneider-Ramelow,
Ihre berufliche Entwicklung begann in
der Materialforschung; inzwischen lei-
ten Sie stellvertretend das Fraunhofer
IZM. Wie wirden Sie rtckblickend Ihre
Anfénge beschreiben?

Als sehr lehrreich! Ich habe das Mikroelek-
tronik-Packaging-Handwerk gewissermaB3en
von der Pike auf gelernt. Ich stand zu Be-
ginn noch am Schleifteller in der Metallo-
graphie und machte REM-Untersuchungen.
Spater Ubernahm ich Projekte, leitete erst
eine Gruppe, dann eine AuBBenstelle und
schlieBlich eine Abteilung. Wenn ich mitt-
lerweile die Institutsstrategie mitbestimme,
ist es hin und wieder ganz hilfreich, auch
die Note und Sorgen an der Basis zu kennen.

Ein Schwerpunkt Ihrer Tatigkeit liegt im
Bereich Personalcoaching und -weiter-
entwicklung. Welchen Tipp wirden Sie
Mitarbeitenden geben, die sich weiter-
entwickeln wollen?

Habe einen inneren Kompass! Wer bei
Fraunhofer anfangt, sollte sich rechtzeitig
Gedanken machen, ob es wissenschaftlich
oder hierarchisch nach vorn gehen soll, oder
ob die Tatigkeit eher als »Sprungbrett« in
die Industrie dient.

Welches Projekt aus dem Fraunhofer-
Kosmos finden Sie aktuell am span-
nendsten?

Als Forscher stelle ich regelmaBig bestehende
Limitationen infrage. Deshalb halte ich die
Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutsch-
land far eine der interessantesten Initiativen,
weil hier erstmals Gber Institutionsgrenzen
hinweg eine schlagkraftige Kooperation fur
die Mikroelektronik in Deutschland ge-
schmiedet wurde. Ich bin mir sicher, dass
wir diese Idee auch auf europaischer Ebene
weiterfihren kénnen.

Sie sind Autor und Co-Autor von 150
Fachartikeln, Professor an der TU Berlin
und auBerdem stellvertretender Insti-
tutsleiter am Fraunhofer IZM - sicher
viel zu tun. Haben Sie einen Tipp fur
eine gute Work-Life-Balance?

Wer sich keine Zeit nimmt, hat auch keine!
Ich koche ausgesprochen gern und habe
meine besten Rezepte in einem eigenen
Kochbuch niedergeschrieben; meine Frau
hat es bebildert. Hier ist es wie in der Ge-

Das letzte Wort ...

schaftswelt: Mit den richtigen Zutaten und
dem entsprechenden Geschick lassen sich
kleine Wunderwerke zaubern. Ein gutes
Essen kann selbst den turbulentesten Alltag
wieder ins Gleichgewicht bringen. Und
immer wenn es die Zeit erlaubt, zieht es
mich ans Meer, gerne an die Nordsee.

Wir stellen uns vor: einer |hrer Lebens-
abschnitte soll demnéachst verfilmt wer-
den. Fur welchen wirden Sie sich ent-

scheiden?

Auch wenn Forschung nicht immer Holly-
wood ist: Ich habe mich ja intensiv mit
SchweiBverfahren beschaftigt. Das findet
nicht jeder reizvoll. Aber Sie glauben ja gar
nicht, wie spannend es sein kann, die fes-
teste Drahtbondverbindung zu finden und
auch noch wissenschaftlich zu verstehen,
wie und warum. Das ist ein bisschen wie
bei »Cliffhanger«. Ich denke, ich wiirde
mich flr meine Zeit als junger Forscher ent-
scheiden, als ich noch viel experimentierte
und im Grunde die Weichen fir heute ge-
stellt habe.

Sie waren in der Lage, eine Sache auf
der Welt zu verandern. Welche ware
das und warum?

Es darf nicht nur ein Modethema sein: Die
CO,-Belastung zurickzudrehen und welt-
weit ein klimaneutrales Leben zu ermégli-
chen, halte ich fur unsere wichtigste Aufga-
be, nicht nur bei Fraunhofer! Damit auch
noch unsere Enkelkinder einen lebenswer-
ten Planeten vorfinden.

Prof. Martin Schneider-Ramelow.
© Fraunhofer IZM

Zur Person:

Geboren 1964 im Emsland. Verheira-
tet, einen Sohn. Studierte Werkstoff-
wissenschaften an der TU Berlin und
promovierte im Fachgebiet Werkstoff-
technik tiber »Induktives Randschicht-
legieren von Aluminiumwerkstoffenx.
Zunachst wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der TU Berlin am Institut fiir
Metallurgie, Metallhittenkunde, spa-
ter am Institut fir Werkstofftechnik.
Seit 1998 am Fraunhofer IZM in Ber-
lin, dort ab 2008 fast elf Jahre Abtei-
lungsleiter. Seit 2014 auBerdem Ho-
norarprofessor an der TU Berlin und
seit 2017 Professur fir »Werkstoffe
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